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1 Kritéria prijatelnosti elektronickych sestav

1 Predmluva

1.1 Rozsah  Tato norma je souhrnem kritérii pfijatelnosti pro vizuélni kontrolu kvality elektronickych sestav. Nezahrnuje kritéria
pro hodnoceni fezl a vybrusd.

V tomto dokumentu jsou obsazena kritéria pfijatelnosti pro vyrobu elektrickych a elektronickych sestav. Star$i normy pro
elektronické sestavy obsahovaly ucelenéj$i pokyny a technologie. Pro hlubsi porozuméni doporu¢enim a pozadavkim v tomto
dokumentu Ize tento dokument pouzivat s normami IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 a J-STD-001.

Kritéria, obsazena v této normé, nemaji za cil definovat postupy, jak provadét montazni operace a téz nejsou urc¢ena pro schvalovani
oprav/modifikaci nebo zmén vyrobku. Napf. uvedend kritéria pro pfichycovani komponent adhezivem neznamenaji/neopraviiuji/
nepozaduiji, Ze k pfichyceni bude pouzito adhezivum, obrazek vyvodu otoc¢eného kolem péjeciho zakonéeni ve sméru hodinovych
ruc¢i¢ek neznamena/neopraviuje/nepozaduije, Ze véechny vyvody/draty musi byt obta¢eny ve sméru hodinovych rucicek.

UZivatelé této normy by méli byt seznameni s pfisluSnymi pozadavky dokumentu a se zplsobem jejich aplikace, viz odstavec
1.3 Klasifikace.

IPC-A-610 obsahuije kritéria prekracujici rozsah normy J-STD-001, kde jsou definovany poZzadavky pro mechanické a operativni
zpracovani. Tabulka 1-1 podava souhrn souvisejicich dokumentd.

Tabulka 1-1 Pfehled souvisejicich dokumentt

) Cislo

Ucel dokumentu specifikace Definice

Norma pro navrhy | IPC-2220-FAM | Pozadavky na navrhy ukazuiji tfi Grovné slozitosti (Urovné A, B a C), které se liSi jemnéjsi geometrii,

(design) IPC-7351 vétSimi hustotami, vy$Sim poctem procesnich krokl produkce vyrobku.

IPC-CM-770 Smérnice pro komponenty a proces montaze slouzi jako pomucka pfi navrhovani neosazenych desek,

pro montaze, kde se procesy neosazenych desek zamérfuji na topologii ploSek pro povrchovou montaz,
a pro procesy montaze, které se zaméfuji na principy povrchové montaze a montaze do otvort. Tyto
principy jsou obvykle zahrnuty do doporuceni pro navrh a do dokumentace.

Pozadavky na IPC-6010-FAM | Pozadavky a kontrolni dokumentace pro tuhé, kombinované, flexibilni a jiné typy substratd.

DPS - IPC-A-600

desky plosnych

spoju

Dokumentace k IPC-D-325 Dokumentace popisuje pozadavky na holé desky nebo sestavy. V podrobnostech mUze, ale nemusi,

vyrobkim byt odkaz na oborové specifikace nebo normy zpracovani, jakoz i vlastni preference uzivatele nebo
pozadavky internich norem.

Norma pozadavku | J-STD-001 Pozadavky na pajené elektrické a elektronické sestavy zobrazujici minimalni pfijatelné charakteristiky

procesu kone¢nych vyrobkl a metody vyhodnocovani (testovaci metody), Cetnost testovani a aplikovatelnost
pozadavku kontroly procesu.

Norma pfijatelnosti | IPC-A-610 Obrazovy interpretacni dokument, ktery uvadi riizné charakteristiky desek a/nebo sestav s ohledem
na zadouci stavy pfekracCujici minimalni pfijatelné charakteristiky uvedené v norméach pro provedeni
finalnich sestav, a ktery popisuje rdzné podoby nepfijatelnych stavl (indikace procesu nebo zavada) s
cilem napomoci osobam, jez vyhodnocuji vyrobni proces pfi posouzeni potfeby zavedeni napravného
opatreni.

Programy Skoleni Zdokumentované Skoleni pro postupy, techniky a pozadavky.

(nepovinné)

Pfepracovani a IPC-7711/7721 Dokumentace poskytujici postupy nanaseni konformniho povlaku, odstrariovani a vyménu komponent,

opravy opravy nepajivé masky a modifikace/opravy laminatu, vodi¢l a prokovenych priichozich otvor(.

IPC-AJ-820 je podpUlrny dokument, ktery podava informace o zaméru a obsahu této specifikace a vysvétluje nebo rozviji technické
dlvody pro prechod limitd kritérii od Prijatelného po Zavadovy stav. Navic jsou tyto dopliikové informace poskytovany pro Sirsi
pochopeni procesnich tvah spojenych s charakteristikami, které ale obvykle nejsou rozpoznatelné vizualnimi kontrolnimi metodami.

Vysvétleni obsazena v IPC-AJ-820 by méla byt uzite¢na pro stanoveni stavli nazyvanych Zavada, procest spojenych s Indikaci
procesu, jakoz i odpovédét na otazky tykajici se objasnéni pouzivani a aplikace uréeného obsahu této specifikace. Smluvni odkaz
na normu IPC-A-610 nijak nenuti k pouzivani IPC-AJ-820, pokud toto neni vyslovné specifikovano ve smlouveé.

1.2 Ugel Normy pro vizudlni kontrolu uvedené v tomto dokumentu odpovidaji pozadavkim obsazenym ve specifikacich
IPC a jinych pfislusnych specifikaci. Za Géelem pouZiti obsahu tohoto dokumentu musi sestava/vyrobek vyhovovat dal$im
existujicim pozadavkdm IPC, jako jsou IPC-7351, IPC-2220-FAM, IPC-6010-FAM a IPC-A-600. Pokud sestava nevyhovuje témto
nebo obdobnym poZadavkim, musi se definovat kritéria pfijatelnosti mezi uzivatelem a dodavatelem.
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1 Kritéria prijatelnosti elektronickych sestav

1 Pfedmluva (pokrag.)

llustrace v tomto dokumentu zobrazuji specifické body uvedené v nazvu kazdé strany. Kazda ilustrace je dopInéna stru¢nym
popisem. Cilem tohoto dokumentu neni vyluCovat jiné pfijatelné postupy jako pro osazovani komponentd nebo nanaseni tavidla Gi
pajky pouzivané pro vytvoreni elektrickych propojeni, ale pouzitymi metodami musi vznikat piné zapajené spoje vyhovuijici kritériim
pfijatelnosti popsanym v tomto dokumentu.

V pripadé nesrovnalosti ma popis nebo pisemna kritéria vzdy prednost pred ilustraci.

Normy mohou byt aktualizovany kdykoliv, novym vydanim nebo doplriky. PouZiti doplik({ nebo nového vydani neni vyZzadovano
automaticky.

1.3 Klasifikace UZivatel ma kone¢nou odpovédnost za stanoveni Tridy, do které je sestava zarazena. Pokud uZivatel nestanovi
a nezdokumentuje tfidu pfijeti, mUZe tak ucinit vyrobce.

Kritéria stanovena v tomto dokumentu odrazeji tfi Tridy oznacované takto:

Trida 1 - Elektronické vyrobky pro obecné pouziti

Zahrnuje vyrobky vhodné pro aplikace, kde hlavnim pozadavkem je funkénost hotové sestavy.
TFida 2 - Elektronické vyrobky pro specializované pouziti

Zahrnuje vyrobky, kde je pozadovan nepretrzity vykon a prodlouzend zivotnost, a pro které je zadouci nepretrzity provoz, ale tento
neni kriticky. Typické vyrobni prostredi u uzivatele by nemélo zplsobit selhani.

Trida 3 - Vysoce vykonné elektronické vyrobky

Zahrnuje vyrobky, kde poZadavek na nepfretrzity vysoky vykon nebo vykon na vyzadani ma kritickou ddleZitost, odstaveni zafizeni
neni tolerovano, prostredi konec¢ného pouziti mize byt mimoradné nepfiznivé a zafizeni musi fungovat na vyzadani, jako je
napfiklad podpora Zivota nebo v jinych kritickych systémech.

1.4 MéfFici jednotky a jejich pouziti Tato norma pouziva mezinarodni systém jednotek (SI) v souladu s ASTM SI10, IEEE/ASTM Sl
10, oddil 3 [Ekvivalentni imperialni anglické jednotky se uvadéji v zavorkach pro prehled]. Sl jednotky v normé jsou milimetry (mm)
[in] pro rozméry a rozmérové tolerance, stupné Celsia (°C) [°F] pro teploty a teplotni tolerance, gramy (g) [0z] pro hmotnost a luxy
(IX) [footcandles] pro osvétleni.

Poznamka: Tato norma pouziva i jiné jednotky Sl pro vylouc¢eni velkého mnozstvi nul (napf. 0,0012 mm je 1,2 pm) nebo alternativné
mocniny deseti (3,6 x 103mm je 3,6 m).

1.4.1 Ovéfeni rozmérti  Skute¢na méreni jednotlivych osazenych komponent a jejich pajkovych vyplini a ur¢ovani procent neni
vyzadovano s vyjimkou rozhodciho fizeni. Pro urceni shody se specifikaci normy zaokrouhlujeme vSechna pozorovana nebo
vypocitana cisla na nejblizsi jednotku v nejmensim radu pouzitém v udani limitu specifikace, podle zaokrouhlovaci metody dle
ASTM E29. Napriklad specifikace 2,5 mm max., 2,50 mm max. nebo 2,500 mm max. vyZaduje zaokrouhleni na nejblizsi 0,1 mm,
0,01 mm nebo 0,001 mm a nasledné porovnani s citovanou hodnotou specifikace.

1.5 Definice pozadavki  Tento dokument stanovuje kritéria prijatelnosti pro dokoncené elektronické sestavy. Je-li stanoven
pozadavek, ktery nemUzZe byt vyhodnocen jako pfijatelny, indikace procesu nebo zavada, pak k jeho identifikaci slouzi vyraz
~,musi“. Pokud zde neni uvedeno jinak, vyraz ,musi“ v tomto dokumentu stanovuje pozadavek pro vyrobce ve vSech tfidach
vyrobkid a opomenuti tohoto pozadavku je kvalifikovano jako nedodrzeni této normy.

Rada pfiklad(i (ilustraci) je zveliena s cilem lépe popsat diivod prijatelnych kritérii.

Je zapotiebi, aby uzivatel této normy mél vzdy na zreteli predmét kazdého oddilu, aby se predeslo chybné interpretaci.
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